Solution for researching

Kupferschaum-Elektrodenmaterial Fur Lithium-Batterie- Und

Superkondensator-Substrate
Artikelnummer: FZ56

Einfuhrung

Hochreiner offenzelliger Kupferschaum,
entwickelt fur leistungsstarke Lithium-Batterie-
und Superkondensator-Elektrodensubstrate. Mit
einer miteinander verbundenen Porositat von
98 %, Uuberragender elektrischer Leitfahigkeit
und schneller Warmeableitung bietet dieses
Substrat eine hervorragende elektrochemische
Stabilitat und maximale Beladung mit

Aktivmaterial fur fortschrittliche
Energiespeicher.

Mehr erfahren

Lithium-Batterie-Anoden

Superkondensator-
Stromkollektoren

Nickel-Zink-Batterie-
Elektroden

Elektrochemische
Metallriickgewinnung

Chemische &
Photokatalytische Trager

Thermomanagement in der
Leistungselektronik

Schall- & EMI-Abschirmung

Fluiddruckdampfer & Regler

Dient als 3D-Stromkollektor und Gerist flr Lithium-Metall-
Abscheidung, Silizium-Verbundanoden und Legierungsanoden.

Wirkt als leitfahiges Gerlst und Stromkollektor fir elektrische
Doppelschichtkondensatoren (EDLC) und hybride
Pseudokondensatoren.

Wird als primares Elektrodengeriist in hochkapazitiven Nickel-Zink-
und fortschrittlichen alkalischen Sekundarzellenkonfigurationen
verwendet.

Fungiert als Arbeitskathode mit groBer Oberflache fir die
Elektrogewinnung und Riickgewinnung von Kupfer und
Schwermetallen aus Industrieabwassern.

Ersetzt herkémmliche perforierte Kupferplatten als struktureller
Katalysatortrager fir die organische Synthese und Gasphasen-
Luftreinigung.

Integration in Kiihlkérper, Warmetauscher und Kihlmantel far
Leistungselektronik, EV-Antriebsmotoren und Hochleistungselektronik.

Einsatz in Gehausen der Luft- und Raumfahrt,
Telekommunikationsschréanken und speziellen Testkammern zur
Blockierung von HF-Strahlung und Schallwellen.

Inline-Installation in Hydraulik- und Pneumatikleitungen als Fluidpuffer
und DruckstoBdampfer fiur empfindliche Drucksensoren.

Unterdriickt dendritisches Lithiumwachstum, gleicht
Volumenexpansion aus und verbessert die Zyklenstabilitat bei
hohen C-Raten.

Maximiert die Haftung des aktiven Materials, senkt den
aquivalenten Serienwiderstand (ESR) und beschleunigt die Lade-
/Entladekinetik.

Bietet starre mechanische Unterstiitzung, reduziert
Elektrodenverformung und verlangert die Betriebslebensdauer bei
tiefer Entladung.

Verbessert die Stofftransferraten und maximiert die
Metallabscheidungseffizienz pro Einheitszellvolumen.

Erhoht drastisch die aktive Kontaktflache, was die chemische
Umwandlungseffizienz und die Raum-Zeit-Ausbeute steigert.

Verbessert konvektive und konduktive Warmelbertragungsraten
durch hohe Oberflachen-zu-Volumen-Verhéltnisse und geringen
thermischen Widerstand.

Bietet elektromagnetische Abschirmwirkung auf Silberniveau bei
gleichzeitiger Dampfung akustischer Energie durch
Mikroporenerweiterung.

Dampft destruktive Druckspitzen, laminarisiert turbulente
Stromungen und schiitzt empfindliche Analyseinstrumente.

Produktidentifikation

Basismaterial

Dickenbereich

FZ56
Hochreines Kupfer (Cu)

1,0 mm bis 25,0 mm
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PorengrofRenbereich

Poren pro Zoll (PPI)

Gesamtporositat

Durchgangslochverhaltnis (offene Porositat)
Schiittdichte

Strukturtyp

Entflammbarkeit / Thermische Funktion

NI NTENK
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0,1 mm bis 10,0 mm

5 PPI bis 120 PPI

=98 %

=98 %

0,10 g/cm?3 bis 0,80 g/cm?

Offenzelliges, dreidimensionales retikuliertes metallisches Netzwerk

Hocheffizienter Warmeleiter / Flammen- und Flammenausbreitungsbarriere
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